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電子情報技術産業協会技術レポート 

 

電子機器用半固定磁器コンデンサの 

使用上の注意事項ガイドライン 

（半固定磁器コンデンサの安全アプリケーションガイド） 

Guideline of notabilia for variable pre-set ceramic capacitors 
(Safety Application Guide for variable pre-set ceramic capacitors) 

 

まえがき このガイドラインは，電子部品及び電子機器業界全体での安全性の向上を図るために制定さ

れた EIAJ RCR-1001(電子部品の安全アプリケーションガイド)に基づいて，社団法人電子情報技術産業

協会標準化センター受動部品標準化委員会磁器コンデンサグループが作成したものである。 

このガイドラインは，1995 年に発行した EIAJ RCR-2334(半固定磁器コンデンサの使用上の注意事項

ガイドライン)を EIAJ RCR-2334Aとして改正したものである。 

今回の変更事項は，従来の注意事項を中心としたガイドラインに代わり，半固定磁器コンデンサを良

く知って頂くために，原理，特徴，基本性能，選定方法，故障モード，失敗事例などの一般的な事項を

追加したものである。 

このため，電子機器メーカでの機器設計，実装工程，機器使用時などでの安全性確保を行うことに加

え，部品メーカでの納入仕様書の安全性についての事項を作成する上で活用頂けることを期待します。 

なお，作成に当っては，部品メーカが独自に把握している事項及び電子機器メーカからの協力によっ

て得られた事項を中心にまとめました。 

また，電子部品の安全アプリケーションガイド(EIAJ RCR-1001)には，電子部品の安全に対する基本

的な内容が記載されており，当ガイドラインとの併用をお勧めします。 

 

1. 適用範囲 このガイドラインは，単板形磁器誘電体及び積層形磁器誘電体を使用した半固定磁器コ

ンデンサに適用する。この半固定磁器コンデンサを安全に使用するためのガイドラインについて記載す

る。 

 

2. 引用規格 

 EIAJ RCR-1001 電子部品の安全アプリケーションガイド 

 JIS C 0114 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類－保管条件 

備考 IEC 60721-3-1，Classification of environmental conditions Part 3: 

Classification of groups of environmental parameters and their severities. 

Storage がこの規格と一致している。 




